














UNIT

SYMB DATE APPD CHKD DSGD

DSGD.

CHKD.

APPD.

SCALE

TITLE

DOCUMENT NO.

NO.

mm

 H.KAWAHARA

PRODUCT DRAWING

SKSNLAE010.1100.31 

 

 M.ODASHIMA  

 J.TSUTSUMI  

SKSNLAE01010:1

 MAY.10,2011  3-DS1

 MAY.10,2011  3-DS1

 MAY.10,2011  3-DS1

SYMB REVISIONS

L        10

10     L    100

    100      L

±3ﾟ

±0.3
±0.5
±0.8

角度

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC
指定なき部分の許容差

ANGULAR DIMENSION

4.8 ±0.1

3.
5

6.2

1.
6

2.6

2.
55

2.7 ±0.1

Absorbed by nozzle
ﾉｽﾞﾙ吸着位置

5.9

2.
1

3

1 2

1.
35

1.
35

±
0

.1

0.
4

2-0.7
3.9

CIRCUIT DIAGRAM
回路図

1 2

5.1 0
+0.1

5.8 ±0.1

7 ±0.1

R0.5 max.

0.05 max.

0.3 max.

2.
05

±
0

.1

3.
1

±
0

.1

0.
45

±
0

.1

1.
25

±
0

.1

1.
65

±
0

.1

0.
1

m
ax

.

0.
3

m
ax

.

3.1 ±0.1

6 ±0.1

PRINTED CIRCUIT BOARD
MOUNTING PATERN DIMENSION
プリント基板取り付け寸法図

Max0.2mm clearance with PWB edge.
Mounting location of switch.

PWB edge
プリント基板エッジ

PWB
プリント基板

実装位置：プリント基板エッジから0.2mm以内
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NOTE 1.TAPING SPECIFICATION TO BE ACCORDANCE WITH TSN-901.
注記   テーピング包装仕様書はTSN-901による。


